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Vakuové Pec Clasic pro vypal médénych past na
AIN v inertni atmosfére.

Rez vypalenou Cu vrstvou na AIN substratu
s detailem adhezni mezivrstvy.

Ukéazka bondovani na Cu vrstvu na AIN substratu

RICE

uplatiovana ovéfena technologie ,Technologie
vytvareni propojovacich siti na substratech s vysokou

tepelnou vodivosti*.

Ovéfena technologie vznikla v pfimé souvislosti
s feSenim projektu FW01010067 ,Pokrocilé keramické
materidly a technologie pro vykonovou elektroniku -
POKER".

Jedna se o novou technologii, ktera umozriuje realizovat
vodivé propojovaci sité na keramickych substratech
typu AIN s vysokou teplenou vodivosti. Technologie
umoznuje vytvareni oboustrannych vodivych motivli s
tloustkou az 300 pm, vcetné realizace prokovenych

nebo zcela vyplnénych vodivych otvoru.

Technologie je zaloZzena na metodé selektivniho tisku
specialnich adheznich, vodivych a krycich izolaénich
sitotiskovych past na substraty s vysokou tepelnou
vodivosti (AIN). Klicovy je samotny vypal funkénich past
probihajici dle typu a slozeni pasty pfi teplotach od 650

°C do 950 °C v inertni ¢i mirné redukéni atmosfére.

Tato technologii byla ovéfena ve spole¢nosti ELCERAM
a.s. pfi vyrobé modull vykonovych regulatord.

Touto technologii Ize vyrabét keramické desky ploSnych
spoju s médénou metalizaci s nasledujicimi parametry:

P Vodivy materidl — Cu, vysoka odolnost vuci
elektrochemické migraci, vysoka elektricka a
tepelna vodivost.

P Metalizace — oboustranna, $itka nejemnéjsich
motiv( 200 ym draha, 200 ym mezera.

P Tloustkou vypalenych vrstev od 25 ym do 300 pm.
P Adheze Cu vrstvy na AIN (pull-off) - 50 N/mm?2.

P Moznost realizace priichozich, & médi vypinénych
pokovenych otvord, prdmér otvorti 0,4 mm - 1 mm.

P Selektivni  kryti vodivych vrstev sklen&nou
glazurou.

P Povrch vodivych motiva péjitelny pajkou SAC305,

P Povrch vodivych motivii bondovatelny Cu &i Al
dratem, vytrzna sila pro Cu drat 200 ym pramérné
580 fg.

Prvky novosti:

P Vypal mé&déné pasty na AIN v inertni atmosfére.
P Dosazeni vysoké adheze Cu na AIN (50 N/mm?).
P Realizace pokovenych otvord v AIN.
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Vytvareni vodivych motiva pfimo na AIN chladici.
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